
SEIKO EPSON CORPORATION 

本製品本製品本製品本製品のはんだのはんだのはんだのはんだ付付付付けけけけ実装実装実装実装におけるにおけるにおけるにおける注意事項注意事項注意事項注意事項    
本製品は表面実装型パッケージ（ＳＭＤ）です。 
はんだ付け時のストレスに対するＩＣパッケージの耐熱性は、製品の保管条件（環境）及び、はんだ付け

方式・条件によって影響されます。 
従いまして本製品に関しては、次に示すはんだ付け推奨条件の範囲内にてご使用されることをお願い

申し上げます。 
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本製品は赤外線/温風/赤外線・温風併用リフロー方式によって実装してください。 

リフロー回数は２回までとし、上記保管時間内に実施してください。 

※手はんだ付けを実施する場合（対象：リード部品） 

 こて先温度：350℃以下 時間：5秒以内 回数：2回以下 

 

保管条件保管条件保管条件保管条件        期間期間期間期間    

防湿梱包開封前 30℃85％RH以下 1 年間 

防湿梱包開封後 30℃85％RH以下 1 年間 
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予備加熱 
１４０～２００℃ 
６０～１２０秒 

本加熱部 
２２０℃以上 
６０秒以内 

最大ピーク温度２６０℃ 
２５０℃ １０ｓｅｃ以内 

実装前保管条件実装前保管条件実装前保管条件実装前保管条件 

許容温度許容温度許容温度許容温度プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル条件条件条件条件 


